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摘要(译)

温度确定方法包括使受试者的前额暂时接触可移除贴片的第一表面，并
将贴片的与第一表面相对的第二表面暴露于环境条件。该方法还包括感
测贴片的第一表面的温度，同时第一表面在其上的第一位置处与前额接
触，感测贴片的第二表面的温度，以及计算贴片的第二表面温度。基于
第一和第二表面的感测温度进行对象。
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